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(57) Zusammenfassung: Eine Abschirmeinrichtung weist
auf: eine Abschirmkappe (20), die eine auf einer Leiterplat-
te (2) angeordnete elektronische Schaltung abdeckt, mit ei-
nem Rand (3), der von einer Bestlickungsseite (4) der Lei-
terplatte durch einen Spalt (5) beabstandet ist; eine Kontak-
teinrichtung (6), die im Spalt angeordnet ist und eine elek-
trische Verbindung zwischen der Abschirmkappe und einer
leitenden Kontur (7) auf der Leiterplatte herstellt, wobei am
Rand der Abschirmkappe Laschen (8) angeformt sind,
durch die die Abschirmkappe auf der Leiterplatte festgelegt
und die Kontakteinrichtung unter elastischer Vorspannung
gehalten ist. Die Kontakteinrichtung ist als ein im Spalt um-
laufender, elastischer Dichtkorper (22) ausgebildet, der
elektromagnetische Wellen absorbiert.
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Beschreibung
Bezeichnung der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Abschirmeinrich-
tung mit einer Abschirmkappe, die eine auf einer Lei-
terplatte angeordnete elektronische Schaltung ab-
deckt, mit einem Rand, der von einer Bestlickungs-
seite der Leiterplatte durch einen Spalt beabstandet
ist, mit einer Kontakteinrichtung, die im Spalt ange-
ordnet ist und eine elektrische Verbindung zwischen
der Abschirmkappe und einer leitenden Kontur auf
der Leiterplatte herstellt, wobei am Rand der Ab-
schirmkappe Laschen angeformt sind, durch die die
Abschirmkappe auf der Leiterplatte festgelegt und
die Kontakteinrichtung unter elastischer Vorspan-
nung gehalten ist.

Stand der Technik

[0002] In der Elektrotechnik ist es haufig erforder-
lich, elektrische oder magnetische Felder innerhalb
oder aulBerhalb eines bestimmten Gebiets zu schwa-
chen. Als Entstérmittel werden Schirmgehause ver-
wendet, die die Abstrahlung oder die Einstrahlung
von elektromagnetischer Storstrahlung dampfen. Auf
Leiterplatten kann die stérende Einstrahlung auch
von Baugruppen verursacht werden, die sich selbst
auf der Leiterplatte befinden. Bei miniaturisierten
Baugruppen, wie beispielsweise Baugruppen, die in
SMD-Technik aufgebaut sind, liegen Stérsenke und
Storquelle oft in unmittelbarer Nachbarschaft. Zur
Abschirmung zeitlich veranderlicher FeldgréfRen wer-
den mehrteilige Schirmungen in Kleinbauweise ein-
gesetzt.

[0003] Sie bestehen meist aus einem Schirmrah-
men, der durch Zwischenwande in einzelne Kam-
mern unterteilt ist und mit der Leiterplatte verlotet ist.
Um die von der Abschirmung abgedeckten elektroni-
schen Bauelemente fur Testzwecke zuganglich zu
halten, ist der Schirmrahmen durch ein abnehmbares
Deckelteil verschlossen. Da das Rahmenteil erst
durch das Einl6ten auf der Leiterplatte seine mecha-
nische Stabilitdt erhalt, ist es erforderlich, bei der
Montage dieser miniaturisierten Schirmungen das
Rahmenteil und das Deckelteil zusammen zu hand-
haben. Das Zusammenfligen und Abnehmen des
Deckels sind umstandlich und die Montage ist zeit-
aufwendig.

[0004] Eine einteilige, metallische Schirmung, die
auf eine Leiterplatte aufsteckbar ist, ist aus DE 29
808 620 U1 bekannt. Die Befestigung erfolgt durch
Rasthaken, welche die Leiterplatte riickseitig hinter-
greifen. Die Massekontaktierung des Schirms mit der
Leiterplatte wird durch eine Vielzahl federnder Lap-
pen gebildet. Diese Lappen stehen bei einer montier-
ten Abschirmwanne unter elastischer Vorspannung
und stellen den elektrischen Kontakt durch eine Lini-
en- bzw. Punktberihrung her. Unter rauen Betriebs-
bedingungen kann es vorkommen, dass Abschnitte
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der Kontaktierung durch mechanische Einwirkungen
oder durch Korrosion versagen. In diesem Fall ist die
Abschirmeffizienz des Entstormittels beeintrachtigt.
Ein weiterer Nachteil ist, dass bei der Montage der
Abschirmung zur Uberwindung der Federkraft der
einzelnen Lappen eine Anpresskraft erforderlich ist,
die auf die Abschirmwanne aufgebracht und von der
Leiterplatte aufgenommen werden muss. Die Ab-
schirmwirkung hangt aber von der kontaktierenden
Federkraft und dem Abstand der einzelnen Kontakt-
punkte ab. Wenn aber eine Vielzahl federnder Lap-
pen elastisch verformt werden muss, ist ein entspre-
chend hoher Anpressdruck erforderlich und es kann
bei miniaturisierten Baugruppen vorkommen, dass
die Leiterplatte unzulassig verformt wird. An der Lei-
terstruktur kénnen sich Mikrorisse ausbilden.

[0005] Auch bei der aus der DE 297 13 412 U1 be-
kannten Schirmung wird die Kontaktierung durch am
Schirmrand umlaufende Kontaktfedern hergestellt.
[0006] Die Herstellung dieser bekannten, einteiligen
Schirmungen erfordert ein komplexes Fertigungs-
werkzeug. Anderungen an diesem Werkzeug, die fiir
die Herstellung einer neuen Abschirmgeometrie oder
Raumform erforderlich sind, sind nur mit vergleichs-
weise hohem Aufwand mdglich.

Aufgabenstellung

[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde,
eine Abschirmeinrichtung der eingangs genannten
Art derart weiter zu entwickeln, dass die Abschirmef-
fizienz verbessert wird und die Herstellung, insbe-
sondere die Herstellung unterschiedlich groer Ab-
schirmeinrichtungen, die nur partielle Bereiche auf
der Leiterplatte schirmen, mit geringerem Aufwand
moglich ist.

[0008] Diese Aufgabe wird erfindungsgemaf bei ei-
ner Abschirmeinrichtung der eingangs genannten Art
mit den kennzeichnenden Merkmalen von Anspruch
1 geldst. Auf vorteilhafte Ausgestaltungen nehmen
die Unteranspriiche Bezug.

[0009] Bei der erfindungsgemaflen Abschirmein-
richtung ist vorgesehen, dass die Kontakteinrichtung
durch einen im Spalt umlaufend angeordneten Dicht-
korper gebildet wird, wobei der Dichtkérper aus ei-
nem elastischen, elektromagnetische Wellen absor-
bierenden Werkstoff hergestellt ist. Charakteristisch
fur die Erfindung ist also mithin, dass die Kontaktie-
rung nicht durch eine Vielzahl von Kontaktpunkten
mit Linien- oder Punktberihrung erfolgt, sondern
durch einen flachig anliegenden Dichtkérper aus ei-
nem elastischen Material. Dieser passt sich auf
Grund seiner Kompressionsfahigkeit besser an Wol-
bungen und Unebenheiten der Leiterplatte an. Auch
bei mechanischen StdRRen oder Vibrationen bleibt ein
niedriger ohmscher Ubergangswiderstand der Mas-
sekontaktierung erhalten. AuRerdem liegt der in der
Fuge umlaufende Dichtkérper zwischen Schirmge-
hause und Leiterplatte dichtend an und bildet auf die-
se Weise zusatzlich einen Schutz vor in den Innen-
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raum der Abschirmung eindringender Verschmut-
zung.

[0010] Durch die konstruktive Loslésung der Kon-
taktierung vom Schirmrahmen vereinfacht sich des-
sen Herstellung. Das Herstellungswerkzeug der Ab-
schirmkappe ist einfacher aufgebaut. Rustkosten fir
Anderungen am Fertigungswerkzeug sind niedriger.
Die Abschirmkappe kann kostenguinstig in Grof3serie
als Stanz-Biegeteil aus Blech hergestellt werden. Der
Dichtkdérper kann ein Zuschnitt oder ein Halbzeug
sein. Insgesamt kann eine Anpassung der Fertigung
auf eine partielle Abschirmung unterschiedlich gro-
Rer Bereiche auf einer Leiterplatte mit geringerem
Aufwand realisiert werden.

[0011] Uberraschenderweise hat sich herausge-
stellt, dass eine bereits nur wenige Millimeter breite
EMV-Dichtung eine sehr gute Abschirmeffizienz ge-
genuber HF-Feldern ermdglicht.

[0012] Werkstoffe, die hinsichtlich elektromagneti-
scher Strahlung eine aufzehrende Wirkung aufwei-
sen, sind in verschiedenen Zusammensetzungen
und Ausfihrungen bekannt und handelsublich.
[0013] Fur eine einfache Befestigung der Abschirm-
kappe auf der Leiterplatte ist vorgesehen, dass die
Leiterplatte mit Durchtrittséffnungen versehen ist und
ein austrittseitig aus der Durchtritts6ffnung hervorste-
hendes Ende einer Lasche plastisch so verformt wird,
dass es die Leiterplatte riickseitig hintergreift. Da-
durch entsteht eine einfach herzustellende form-
schlissige Verbindung. Das plastische Verformen
der vorstehenden Endabschnitte kann durch Biegen,
Pragen oder Stauchen erfolgen. Um fir Testzwecke
ein einfaches Abnehmen der Kappe zu ermdglichen,
kann jedes Endstuick einer Lasche als Schranklap-
pen ausgebildet sein.

[0014] Hinsichtlich der Fertigungskosten ist es
gunstig, wenn die Abschirmkappe materialeinheitlich
und einstockig ineinander Ubergehend aus einem
metallischen Werkstoff, beispielsweise aus Weil3-
blech, gebildet ist. Das WeilRblech kann durch Verzin-
nen geschitzt sein.

[0015] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung ist vorgesehen, dass der Rand als rechtwinkeli-
ge Abkantung ausgebildet ist, die im montierten Zu-
stand der Abschirmkappe im wesentlichen parallel
zur Bestlickungsseite verlauft und jede Lasche au-
Renumfangsseitig angeformt und im Verlauf von ei-
ner Wand der Abschirmkappe abgesetzt ausgefihrt
ist. Dadurch kann die Abschirmkappe in einem
Stanz- und Biegevorgang hergestellt werden.

[0016] Bei diesem Stanz-Biegeteil kann eine sehr
wirkungsvolle Abschirmung dadurch realisiert wer-
den, indem der Dichtkorper als Flachdichtung ausge-
bildet ist und durch einen elektrisch leitfahigen Kleb-
stoff am Rand der Abschirmkappe oder der Besti-
ckungsseite der Leiterplatte befestigt ist. Dartiber hi-
naus ergibt sich der Vorteil, dass bei der Montage die
Abschirmkappe samt Dichtung als ein Teil handhab-
bar ist.

[0017] Zur Verbesserung der Kontaktsicherheit
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weist die leitende Kontur der Leiterplatte kuppenfor-
mige Kontaktpunkt auf, die sich in die Flachdichtung
eindriicken. lhre Oberflache ist durch die elastische
Flachdichtung dichtend abgeschlossen und gegen
Korrosion weitgehend geschutzt.

[0018] Wenn nur partielle Bereiche auf einer Leiter-
platte geschirmt werden missen, kann es glinstig
sein, wenn die Abschirmkappe hinsichtlich der abzu-
schirmenden Geometrie im Rastermal} der Leiter-
platte quaderférmiger ausgebildet ist. Diese einheit-
lich modulare Bauweise senkt Herstellungs- und Lo-
gistikkosten.

[0019] Fir den Fall, dass der Innenraum der Ab-
schirmung bellftet bzw. entliftet werden muss, ist
vorgesehen, dass die Abschirmkappe an einem
Deckenteil und/oder an einem Wandteil mit Durch-
briichen versehen ist, die Durchtrittséffnung fir Kihl-
luft bilden. Die GréRRe der Durchbriiche ist an das ab-
zuschirmende Frequenzspektrum angepasst.

[0020] Wenn auf der Leiterplatte partielle Gebiete
unterschiedliche Schirmwirkungen erfordern, ist vor-
gesehen, dass auf einer Leiterplatte mehrere Ab-
schirmkappen angeordnet sind und die Schirmeffizi-
enz dieser Abschirmkappen unterschiedlich ist.
[0021] Zur weiteren Kostensenkung koénnen han-
delsubliche EMV-Materialien verwendet werden, das
sind polymere Werkstoffe, besonders bevorzugt Po-
lyamid-Vlies, das metallisch beschichtet oder durch
ein Metallgeflecht umstrickt ist.

Ausfiihrungsbeispiel

[0022] Die Erfindung wird nachfolgend an Hand ei-
nes in den Zeichnungen dargestellten Ausflihrungs-
beispiels naher beschrieben. Es zeigen:

[0023] Fig. 1 eine perspektivische Explosionsdar-
stellung der erfindungsgemafien Abschirmeinrich-
tung, in einer Ausfiihrung, bei der die gesamte Leiter-
platte von der Abschirmkappe abgedeckt ist,

[0024] Fig. 2 eine vergrolerte Detaildarstellung der
Abschirmkappe von der Unterseite,

[0025] Fig. 3 eine Detaildarstellung eines Randbe-
reichs einer auf einer Leiterplatte montierten Abschir-
meinrichtung in quergeschnittener Darstellung,
[0026] Fig. 4 einen Abschnitt der leitenden Kontur
auf der Leiterplatte mit auf Llcke versetzt angeordne-
ten Kontaktpunkten.

Ausfuhrung der Erfindung

[0027] In der Zeichnung ist in Fig. 1 beispielhaft
eine Ausflhrungsform der erfindungsgemafen Ab-
schirmeinrichtung 1 in einer perspektivischen Explo-
sionsdarstellung wiedergegeben. Die Abschirmein-
richtung 1 besteht aus einer Abschirmkappe 20 und
aus einer Kontakteinrichtung 6. Die Abschirmkappe
20 deckt im gezeigten Beispiel den gesamten Be-
reich der Leiterplatte 2 ab. Die folgenden Erlauterun-
gen sind jedoch nicht eingeschrankt auf diese Aus-
fuhrungsform beschrankt, sondern erfassen insbe-
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sondere auch Abschirmeinrichtungen die nur partiel-
le Bereiche auf der Leiterplatte abschirmen.

[0028] Wie die Fig. 1 zeigt, sind am Rand 3 der Ab-
schirmkappe 20 auRenumfangsseitig Laschen 8 an-
geformt, durch welche die Abschirmkappe 20 auf ei-
ner Bestlickungsseite 4 der Leiterplatte 2 festlegbar
ist. Auf der Bestlickungsseite 4 der Leiterplatte 2 ist
eine leitende Kontur 7 zu sehen, deren Umriss mit
dem Randbereich der Abschirmkappe 20 korrespon-
diert. Die leitende Kontur 7 besteht aus Kontaktpunk-
ten, die untenstehend naher erldutert sind, und ist in
Atztechnik im RastermaR hergestellt. Die Kontaktein-
richtung 6 ist als umlaufende Dichtung 22 ausgebil-
det. Bei der Montage der Abschirmeinrichtung wird
die Abschirmkappe 20 auf die Leiterplatte 2 abge-
senkt. Beim Absenken tauchen die in Richtung Lei-
terplatte 2 weisenden Laschen 8 in Durchtritts6ffnun-
gen 10 der Leiterplatte 2. Im weiteren Verlauf des Ab-
senken kommt es zunachst zu einer Pressung des
elastischen Dichtkdrpers 22. Die Pressung erfordert
wegen der guten Kompressionseigenschaften des
Dichtungswerkstoffs nur eine geringe Anpresskraft.
Ein weiteres Absenken bewirkt, dass jedes Endstlick
9 der Lasche 8 die Durchtrittséffnung passiert und
ruckseitig Ubersteht. Zwecks Befestigung der Ab-
schirmkappe wird nun der austrittseitig aus der
Durchtritts6ffnung  Uberstehende  Schranklappen
durch eine wechselseitige Biegung plastisch ver-
formt. Es entsteht zwischen Kappe 20 und Trager 2
eine formschlissige Verbindung. Wie bereits darge-
stellt kann die plastische Verformung aber auch
durch Umbiegen, durch Pragen, oder durch Stau-
chen erfolgen. Im Spalt zwischen Kappenrand und
Bestuckungsseite wird der elastische Dichtkdrper 22
zusammengepresst. In den Dichtspalt 5 eindringen-
de elektromagnetische Strahlungsenergie wird beim
Durchgang auf Grund der dampfenden Materialei-
genschaften des Dichtungswerkstoffs stark abge-
schwacht. Die Montage erfordert wegen des leichten
Komprimierens des Dichtungswerkstoffs nur eine
vergleichsweise geringe Anpresskraft. In Fig. 1 ist
die Abschirmhaube in ihre Langsseite mit zwei, in ih-
rer Breitseite mit einem angeformten Befestigungs-
lappen gezeigt. Selbstverstandlich variiert die Anzahl
der Befestigungslappen entsprechend der GréRRe der
Abschirmkappe. Die Durchtrittséffnungen 15 fur die
Be- bzw. Entluftung des Innenraums sind stark ver-
gréRert gezeichnet. In Wirklichkeit ist der Durchmes-
ser dieser Bohrungen sehr klein und auf die abzu-
schirmende Frequenz des Wechselfeldes abge-
stimmt. Die Abschirmkappe 20 ist ein einteiliges Bie-
ge-Stanzteil aus einem verzinnten Weil3blech.

[0029] In den Fig. 2 und 3 ist der Randbereich der
Abschirmkappe in einer vergroRerten Detaildarstel-
lung gezeichnet. Der Rand 3 der Abschirmkappe 20
ist durch eine rechtwinkelige Abkantung 12 fortge-
setzt. AuBenumfangsseitig ist die Lasche 8 an der
Abkantung 12 angeformt. Der Endabschnitt 9 der La-
sche 8 ist als Schranklappen 11 ausgefiihrt. Wie aus
der quergeschnittenen Darstellung der Fig. 3 leicht
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zu entnehmen ist, ist die Lasche 8 durch die Durch-
tritts6ffnung 10 der Leiterplatte 2 durchgesteckt. Der
Endabschnitt 9 ist durch wechselseitiges Biegen um
eine in Durchtrittsrichtung weisende Achse plastisch
verformt. Dadurch hintergreift der Schranklappen 11
die Riickseite der Leiterplatte 2. Bei geschlossener
Ausfuhrungsform der Abschirmkappe schutzt die um-
laufende Dichtung 22 gleichzeitig auch den Innen-
raum 18 vor aus dem Auflenraum 19 eindringenden
Staub oder vor Verschmutzung. In der Schnittdarstel-
lung der Fig. 3 ist die Dichtung 22 als Flachdichtung
13 gezeichnet. Sie steht im Dichtspalt 5 zwischen
Leiterplatte 2 und Rand 12 unter elastischer Vorspan-
nung. Die Flachdichtung 13 ist an einer Oberseite mit
einem Klebstoff 14 beschichtet, wodurch Dichtung
und Abschirmkappe bei der Montage eine Einheit bil-
den und leichter handhabbar sind. Die Unterseite der
Flachdichtung 13 liegt langs der leitenden Kontur 7
auf der Bestiickungsseite 4. Die leitende Kontur 7
wird durch kuppenférmige Kontaktpunkte 21 gebil-
det, die Uber ein entsprechendes Layout elektrisch
angebunden sind. Durch die Pressung im Dichtspalt
5 kommt es zu einer elastischen Verformung des
Dichtungswerkstoffs. Die Kontaktpunkte 21 pressen
sich an der Unterseite der Flachdichtung ein. Durch
diese Umhdillung der Kuppenoberflache ist die Kon-
taktstelle vor auferen Einwirkungen sehr gut ge-
schutzt. Einer Korrosion im Kontaktierungsbereich
wird dadurch entgegengewirkt. Folge davon ist, dass
Uber eine sehr lange Gebrauchsdauer der ohmsche
Ubergangswiderstand der  Massekontaktierung
gleich niedrig gehalten werden kann. Die Kontur 7
kann auch durch eine durchgehende Leiterbahn oder
durch ein anderes Kontakt-Muster gebildet sein.
Selbstverstandlich ist es auch méglich, die Flach-
dichtung 13 auch von der unteren Seite her mit einem
leitfahigen Klebstoff zu beschichten.

[0030] Die Anordnung der kuppenférmigen Kontakt-
punkte 21 langs der leitenden Kontur 7 ist in Fig. 4 in
einer Aufsicht vergroRert dargestellt. Die Kontakt-
punkte 21 sind auf Licke versetzt angeordnet. Der
Abstand der Kontaktpunkte in Langserstreckung der
Massekontaktierung gesehen betragt im Beispiel vier
Millimeter. Die Kuppen an den Kontaktpunkten sind
verzinnt und haben einen Durchmesser von 1,3 Milli-
meter. Die EMV-Flachdichtung besteht aus einem
Polyamid-Spunbond-Vlies, das eine hohe Kompres-
sionsfahigkeit von bis zu 85 Prozent aufweist und
sehr flexibel ist.

[0031] Die EMV-Dichtung kann aber auch anders
aufgebaut sein und aus anderen Werkstoffen beste-
hen. Die Dichtung kann beispielsweise ein offenzelli-
ger Schaumstoff sein, dem elektrisch und magne-
tisch leitfahige Partikel zugesetzt sind. Geeignet sind
ferner auch Vlies- und Verbundwerkstoffe, die Fasern
aus einem Material mit dieser Leitfahigkeits-Eigen-
schaft enthalten.

[0032] Das Metallgeflecht kann ein verzinntes, kup-
ferkaschiertes Stahldrahtgeflecht sein. Der Dichtkor-
per kann vom Stahlgeflecht umsponnen sein. Es ist
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aber auch mdglich, dass das metallische Geflecht
durch polymere Verfestigung im Dichtkérper einge-
bettet ist.

Patentanspriiche

1. Abschirmeinrichtung, die aufweist:
— eine Abschirmkappe (20), die eine auf einer Leiter-
platte (2) angeordnete elektronische Schaltung ab-
deckt, mit einem Rand (3), der von einer Besti-
ckungsseite (4) der Leiterplatte durch einen Spalt (5)
beabstandet ist,
— eine Kontakteinrichtung (6), die im Spalt angeord-
net ist und eine elektrische Verbindung zwischen der
Abschirmkappe und einer leitenden Kontur (7) auf
der Leiterplatte herstellt, wobei am Rand der Ab-
schirmkappe Laschen (8) angeformt sind, durch die
die Abschirmkappe auf der Leiterplatte festgelegt
und die Kontakteinrichtung unter elastischer Vor-
spannung gehalten ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
— die Kontakteinrichtung als ein im Spalt umlaufen-
der, elastischer Dichtkérper (22) ausgebildet ist, der
elektromagnetische Wellen absorbiert.

2. Abschirmeinrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Leiterplatte mit
Durchtritts6ffnungen (10) versehen ist, dass nach
Festlegung der Abschirmkappe die Laschen (8) aus-
trittseitig aus der Durchtritts6ffnung hervorstehen und
plastisch verformte Endabschnitte (9) der Laschen
die Leiterplatte (2) rlickseitig hintergreifen.

3. Abschirmeinrichtung nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass jedes Endstuck einer
Lasche (8) als Schranklappen (11) ausgebildet ist.

4. Abschirmeinrichtung nach zumindest einem
der vorstehenden Anspriiche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Abschirmkappe (20) materialeinheitlich
und einstockig ineinander Ubergehend aus einem
metallischen Werkstoff gebildet ist.

5. Abschirmeinrichtung nach zumindest einem
der vorstehenden Anspriiche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Rand (3) als rechtwinkelige Abkantung
(12) ausgebildet ist, die im montierten Zustand der
Abschirmkappe im wesentlichen parallel zur Besti-
ckungsseite verlauft, und jede Lasche (8) auRenum-
fangsseitig angeformt und im Verlauf von einer Wand
(17) der Abschirmkappe (20) abgesetzt ausgefihrt
ist.

6. Abschirmeinrichtung nach zumindest einem
der vorstehenden Anspriiche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Dichtkérper (22) als Flachdichtung (13)
ausgebildet ist und durch einen elektrisch leitfahigen
Klebstoff (14) am Rand (3) der Abschirmkappe oder
der Bestlickungsseite (4) befestigt ist.
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7. Abschirmeinrichtung nach zumindest einem
der vorstehenden Anspruche, dadurch gekennzeich-
net, dass die leitende Kontur durch kuppenférmige
Kontaktpunkte (21), die auf der Bestlickungsseite im
Rastermal’ angeordnet sind, gebildet ist.

8. Abschirmeinrichtung nach zumindest einem
der vorstehenden Anspruche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Abschirmkappe als Stanz-Biegeteil aus-
gebildet ist.

9. Abschirmeinrichtung nach zumindest einem
der vorstehenden Anspruche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Abschirmkappe quaderférmig ausgebil-
det ist.

10. Abschirmeinrichtung nach zumindest einem
der vorstehenden Anspruche, dadurch gekennzeich-
net, dass an einem Deckenteil (16) und/oder an ei-
nem Wandteil (17) der Abschirmkappe (20) Durch-
briiche (15) vorgesehen sind.

11. Abschirmeinrichtung nach zumindest einem
der vorstehenden Anspruche, dadurch gekennzeich-
net, dass auf einer Leiterplatte (2) mehrere Abschirm-
kappen (20) angeordnet sind und die Schirmeffizienz
dieser Abschirmkappen unterschiedlich ist.

12. Abschirmeinrichtung nach zumindest einem
der vorstehenden Anspruche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Dichtkérper (22) aus einem polymeren
Werkstoff, besonders bevorzugt aus einem Polya-
mid-Vlies, das metallisch beschichtet oder durch ein
Metallgeflecht umstrickt ist, gebildet ist.

13. Abschirmeinrichtung nach zumindest einem
der vorstehenden Anspruche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Dichtkdrper (22) aus einem elektrisch
leitfahigen Elastomer, das durch ein verzinntes, kup-
ferkaschiertes Stahldrahtgeflecht umsponnen ist, ge-
bildet ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen
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FIG 2
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